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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

1.1 Дать необходимые базовые знания о способах получения графической информации для целей количественного

анализа. Дать навыки по получению растровых и векторных изображений. Научить правильной подготовке

изображений, их дальнейшего анализа методами количественной металлографии.

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок ОП: Б1.В.ДВ.19

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Диффузия и диффузионно-контролируемые процессы

2.1.2 Защита интеллектуальной собственности и патентоведение

2.1.3 Коррозия и защита металлов

2.1.4 Материаловедение

2.1.5 Материаловедение полупроводников и диэлектриков

2.1.6 Металловедение инновационных материалов

2.1.7 Методы исследования материалов

2.1.8 Метрология и стандартизация цифровых технологий в материаловедении и металлургии

2.1.9 Метрология и технические измерения функциональных материалов

2.1.10 Метрология, стандартизация и технические измерения

2.1.11 Метрология, стандартизация и технические измерения в электронике

2.1.12 Механические свойства материалов

2.1.13 Основы материаловедения и методов исследования материалов

2.1.14 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.1.15 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.1.16 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.1.17 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.1.18 Разработка новых материалов

2.1.19 Статистическая физика

2.1.20 Технология функциональных материалов

2.1.21 Фазовые равновесия и дефекты структуры

2.1.22 Физика диэлектриков

2.1.23 Физика металлов

2.1.24 Физика полупроводников

2.1.25 Физические свойства твердых тел

2.1.26 Введение в квантовую теорию твердого тела

2.1.27 Дефекты кристаллической решетки

2.1.28 Компьютеризация эксперимента

2.1.29 Методы вычислительной физики

2.1.30 Планирование и организация научно-исследовательской работы

2.1.31 Планирование научного эксперимента

2.1.32 Теория поверхностных явлений

2.1.33 Теория симметрии

2.1.34 Техника физико-химического эксперимента

2.1.35 Физические свойства кристаллов

2.1.36 Электроника

2.1.37 Введение в квантовую механику

2.1.38 Кристаллография

2.1.39 Основы дизайна металлических материалов

2.1.40 Основы квантовой механики

2.1.41 Практическая кристаллография

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Атомная и электронная структура поверхности и межфазных границ

2.2.2 Высокотемпературные материалы
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2.2.3 Композиционные и керамические материалы

2.2.4 Композиционные материалы

2.2.5 Компьютерное моделирование материалов и процессов

2.2.6 Компьютерное моделирование процессов получения материалов

2.2.7 Математические методы моделирования физических процессов

2.2.8 Металловедение сварки

2.2.9 Методы исследования структур и материалов. Часть 2

2.2.10 Наноматериалы

2.2.11 Нормы и правила оформления ВКР

2.2.12 Объемные наноматериалы

2.2.13 Основы магнетизма. Часть 2. Процессы перемагничивания материалов

2.2.14 Поверхностное модифицирование материалов и защитные покрытия

2.2.15 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.16 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.17 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.18 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.19 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы

2.2.20 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы

2.2.21 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы

2.2.22 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы

2.2.23 Спектрофотометрические методы оценки качества кристаллов

2.2.24 Специальные сплавы

2.2.25 Структура и свойства функциональных наноматериалов

2.2.26 Технология термической обработки

2.2.27 Физическое материаловедение сплавов с особыми магнитными свойствами, часть 2. Магнитно-твердые сплавы

2.2.28 Функциональные материалы электроники

2.2.29 Экстремальные технологии получения наноматериалов

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ

КОМПЕТЕНЦИЯМИ

ПК-2: Способен участвовать в проведении экспериментов, расчетов и оформлении результатов исследований

Знать:

ПК-2-З1 меры безопасности при работе с оборудованием в металлографических исследованиях

ПК-1: Способен осуществлять обработку и анализ научно-технической информации и результатов исследований

Знать:

ПК-1-З2

количественные методы анализа металлографических структур, их связь со структурообразованием в процессе создания

материала

ПК-1-З1 физические и математические основы получения, хранения и обработки цифровых изображений в компьютерной

металлографии

ПК-2: Способен участвовать в проведении экспериментов, расчетов и оформлении результатов исследований

Уметь:

ПК-2-У1 разрабатывать методику подготовки изображений к количественному анализу, заключающуюся в подборе методов

по улучшению качества изображения, набору фильтров для устранения различных дефектов и использованию методов

реставрации изображений для выделения исследуемых объектов

ПК-1: Способен осуществлять обработку и анализ научно-технической информации и результатов исследований

Уметь:

ПК-1-У1 осуществлять количественный анализ с использованием приемов обнаружения и измерения заданных объектов,

определения их основных геометрических характеристик

ПК-1-У2 использовать возможности современных прикладных программ по количественному анализу изображений

ПК-2: Способен участвовать в проведении экспериментов, расчетов и оформлении результатов исследований

Владеть:

ПК-2-В1 навыками сбора данных, полученных при помощи компьютерных методов регистрации и обработки изображений
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ПК-1: Способен осуществлять обработку и анализ научно-технической информации и результатов исследований

Владеть:

ПК-1-В1 опытом использования банков изображений структур для количественного анализа с использованием

современных информационных технологий


